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(57) Resumen

La presente invencion se refiere a un proceso que permite la desactivacion de areas seleccionadas mediante la
exposicion de las superficies a fuentes de iluminacion de diferentes potencias de salida y diferentes longitudes de onda.
Para obtener la activacion de los sustratos se utilizan particulas metalicas del orden de 1 a 100 nm sobre las superficies
a ser metalizadas. El proceso se realiza mediante la iluminacién de areas especificas, cubriendo aquellas que se desea
mantener con activacion, para que se lleve a cabo una desactivacion selectiva. Esto debido a que solo en las partes que
son iluminadas, por la absorcion de energia, los agentes que constituyen la activacion son eliminados de la superficie.
Lo que permitira que en las areas que no estén expuestas a la iluminaciéon permanezcan activadas y sobre ellas se realice
el proceso de metalizacion.

(57) Abstract

The present invention refers to a process for deactivating selected areas by exposing said surfaces to an illumination
source of different output powers and different wavelengths. Metallic particles are used for obtaining the activation of
the substrates, these particles ranging from 1 to 100 nm over the surfaces to be metallized. The process is performed
by the illumination of specific areas, covering those areas that will not be deactivated, so that performing a selective
deactivation. The agents constituting the activation will be removed from the surface only in the parts illuminated by the
energy absorption. Therefore the areas that are not exposed to the illumination will remain active and ready to perform
the metallization process over the surface of the same.
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PROCESO DE DESACTIVACION SELECTIVA POR ELIMINA-
CION DE NANOPARTICULAS ViA OPTO-TERMICA PARA ME-
TALIZADO EN SUPERFICIES NO CONDUCTORAS

CAMPO TECNICO DE LA INVENCION

La presente invencidn esta relacionada al campo de la industria
que utiliza el metalizado y el recubrimiento de piezas de plastico
en sus procesos, tales como la industria automotriz, la industria
de la fabricacién de linea blanca, |la industria de fabricacion de
piezas de plomeria y otras industrias donde se llevan a cabo
procesos en los que se requiere utilizar el metalizado de piezas,
particularmente la invencidon propuesta se refiere a un proceso

que permite el metalizado de piezas de manera selectiva.

OBJETIVO DE LA INVENCION

El objetivo de la presente invencion se refiere a un proceso para
fa metalizacion selectiva de superficies no conductores, a:través
de desactivaciéon de areas seleccionadas de las superficies, ilu-
minando para producir un efecto opto-térmico sobre las areas
especificas a ser desactivas.
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ANTECEDENTES DE LA INVENCION

A través del proceso Electroless se obtienen depositos metalicos
en la superficie de sustratos no conductores. Este es un proce-
dimiento que se realiza mediante la inmersion de los sustratos en
tinas que contienen las soluciones de cada etapa del proceso. En
el estado de la técnica los documentos de patentes,
WO0/2012/090152 A2, US 4600609 A, US 4978559 A describen el
acondicionamiento del sustrato, la activacion con un bafio de pa-
ladio y finaimente el metalizado Electroless, el cual se realiza
generalmente con niquel o cobre.

El proceso para metalizado es una secuencia de las diferentes

etapas que constituyen el método Electroless:
Limpieza (L): Esta etapa puede ser opcional, solamente si
se requiere eliminar las diferentes impurezas tales como
rastros de grasas, polvos o exceso de material del sustrato
que haya quedado despues de la fabricacién de las piezas
del material no conductor que se utilizaran para la posterior
metalizacion.
Preinmersion (Pl): Se suele utilizar antes del ataque qui-
mico con el fin de preparar la superficie de la pieza dismi-
nuyendo defectos, esvpecialmente en piezas del material no
conductor que contienen un gran contenido de fuerzas ne-
tas en direcciones encontradas o tensiones superficial pro-

pensas a formar fracturas.



10

15

20

25

Enjuague (E): Después de cada etapa se realiza un proce-
dimiento de enjuague de la pieza de material no conductor
que sera posteriormente metalizada.

Ataque Quimico (AQ) (Acondicionamiento de la super-
ficie) EI ataque quimico se realiza para cumplir tres pro-
positos principales: 1) Incrementar el area superficial, Il)
Pasar las superficies de hidrofébicas a hidrofilicas. Ill)
Crear microhuecos en las superficies de los plasticos que
seran los sitios de anclaje para depositar el metal, siendo
fundamentales para que exista una buena adherencia entre
el sustrato y el metal.

Neutralizaciéon (N): En la etapa de Ataque Quimico se uti-
lizan soluciones del tipo sulfocrémico, lo cual genera resi-
duos, esta etapa sirve para neutralizar la solucién utilizada
en el Atague Quimico (AQ), ya que aun cuando se realiza
un enjuague (E), la soluciéon atacante puede quedar atrapa-
da en microhuecos ocultos, y si esta solucién no es remo-
vida o reducida en su totalidad las etapas subsecuentes se
contaminan reduciendo la eficiencia del proceso.
Activacion (A): Esta etapa permite establecer fuertes en-
laces quimicovs entre la pelicula metalica de Cu o Ni y el
sustrato del material polimérico sobre el que se va a depo-
sitar. El propdsito de los activadores, tales como iones de
Pt/Sn o Ag, es proporcionar sitios cataliticos en la superfi-
cie del plastico.

Aceleraciéon (An):

Después del enjuague que sigue a la etapa de activacion,
el paladio se encuentra presente en la superficie rodeado
de hidroxido de estafio hidrolizado. El exceso de hidréxido
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de estafo debe ser removido de la pieza antes de que el
paladio actue como catalizador. El papel del acelerador es
el de remover la pelicula excedente de la pieza dejando in-
tactos los sitios donde se encuentra el paladio para poder
realizar el metalizado. Si no se remueve la pelicula exce-
dente puede inhibir la acciéon del bafio Electroless, resul-
tando en un metalizado con imperfecciones tales como si-
tios sin cobertura metalica.

Metalizado Electroless (ME). El bafio Electroless deposita
una fina pelicula metalica, la cual se realiza normalmente
con niquel o cobre, en la superficie del plastico. El bafo
Electroless permanece estable cuando este se encuentra
inactivo, pero cuando se introduce una superficie a metali-
zar sobre la que ocurre la reduccion quimica del metal en

los sitios activados por el paladio de forma autocatalitica.

Otra de las desventajas que presenta el proceso electroless es la
utilizacion de elementos peligrosos y contaminantes, como la uti-
lizacién de mezcla sulfo-cromica en el proceso, en sustitucion de
la mezcla sulfo-crémica (etapa de ataque quimico) se puede em-
plear una de las dos técnicas ecolégicas de modificacion superfi-

cial propuestas en el documento de patente MX/a/2011/001709

‘conocida como tratamiento Optofisico, y la descrita en el docu-

mento de Patente, PA/a/2005/008856 conocida como Tratamiento
fotocatalitico. La neutralizacion puede ser suprimida, ya que al
no emplear la mezcla sulfo-cromica se prescinde de esta etapa,
pasando de manera directa a la activacién del sustrato por in-
mersion en el bafno de paladio. Es en esta etapa donde se realiza
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el sensibilizado del sustrato con nanoparticulas de paladio (Pd)

sin requerir condiciones especiales.

En el articulo “Laser ablation of polymer-based silver nanocom-
posites” Applied Surface Science, 187, 239-247 (2002). Ron
Zeng y colaboradores muestran que las modificaciones quimicas
y morfolégicas de superficie de polimeros inducido por la abla-
cion laser puede llevar a la mejora de la adhesién de diferentes
recubrimientos. Por lo que ésta resulta una técnica sencilla, de
facil control, ambientalmente aceptable y segura. La modificacién
de superficies usando laseres puede llevarse a cabo por diferen-
tes caminos, dependiendo del proposito de la modificacion super-
ficial, de las condiciones ambientales, el material o materiales a
ser tratados. Por lo tanto, un gran numero de laseres que son
capaces de operar a diferentes longitudes de onda y modos ope-
racionales (onda continua o pulsada) estan disponibles para la
modificaciéon superficial de varios materiales, dependiendo de las

propiedades requeridas para el producto final.

Varios criterios son los que deben considerarse durante la elec-
cion de una posible fuente de excitacion para la modificacién su-
perficial de materiales. Las principales caracteristicas a tomarse
en cuenta-son la longitud de onda, potencia de salida y modo de
operacion. Las caracteristicas épticas y térmicas del material a
ser tratado deben ser conocidas antes de la excitacién con la
fuente de iluminaciéon debido a que tales propiedades afectan la
condicion de la superficie del material durante y después del tra-

tamiento. Las energias de fotones emitidos por diferentes lase-
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res dependen principalmente de la intensidad y longitud de onda

del laser.

Sin embargo, aun cuando el proceso Electroless es altamente
efectivo, presenta la desventaja de no poder realizar depésitos
en areas seleccionadas sobre un mismo sustrato. Un método pa-
ra poder solucionar este inconveniente es el principal propoésito
de la presente invencién, mediante la modificaciéon de la superfi-
cie no conductora a metalizar a través de la aplicacién de fuen-
tes de iluminacién, principalmente la utilizacion de laseres, ofre-
ce ventajas sobre metodos fisicos o quimicos permitiendo reali-

zar modificaciones precisas con un ligero dafo superficial.
BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La figura 1 muestra el diagrama de flujo del proceso electroless
convencional, resaltando en lineas diagonales el paso en el cual
se aplica el proceso Electroless modificado de la presente inven-

cion.

La figura 2 muestra el diagrama esquematico del proceso para la
metalizaciéon selectiva de superficies no conductoras, donde se
sustituyen las etapas contaminantes del proceso Electroless, el
pretratamiento acido con mezcla sulfocromica. Resaltando con
flechas punteadas como con recuadro de lineas punteadas el pa-

so en el que se realiz6 la modificacidon selectiva.

La figura 3 muestra el esquema de la desactivacién selectiva a
través de las trayectorias realizadas por medio de iluminaciéon
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enfocada, ya sea luz blanca o monocromatica de laser. Donde (1)
representa la fuente de iluminaciéon enfocada, (2) La superficie
donde se enfoca la iluminacién, (3) La zona que va desactivando

la iluminacion y (4) El sustrato a ser metalizado.

La figura 4 muestra el esquema de la metalizacion después de la
desactivacion selectiva que dejo las trayectorias de la ilumina-
cién enfocada. Donde (1) representa el sustrato a ser metaliza-

do, (2) La superficie metalizada y (3) el area no metalizada.

La figura 5 muestra el esquema de la desactivacion selectiva a
través del uso de un patrén prediseiado. Donde (1) representa el
sustrato a metalizar, (2) la plantilla con el patrén predisefiado, y

(3) la fuente de iluminacion.

La figura 6 muestra el esquema de la metalizacién después de la
desactivacién selectiva una vez que se hizo uso de una plantilla.
Donde (1) representa el sustrato a metalizar, (2) la superficie

metalizada, y (3) el disefio sin metalizar.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La presente invencién se refiere a un proceso que permite la
desactivacién de areas seleccionadas mediante del uso de un
tratamiento opto-térmico (exposicion de superficies a fuentes de
iluminacién de diferentes potencias de salida y diferentesllonbi-
tudes de onda) para la sensibilizacion de sustratos principalmen-

te ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) con particulas metalicas
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del orden de 1 a 100 nm, principalmente de plata (Ag) y nano

particulas de Pd/Sn sobre las superficies a metalizar.

Las superficies no conductoras a metalizar pueden ser de dife-
rente composicién, siempre y cuando sean susceptibles a tener
algun efecto con su metalizacion. Las superficies pueden ser
maderas, como el caso de bambus u otras maderas utilizadas en

la fabricacion de muebles. Sin embargo las superficies no con-

ductoras a metalizar mas comunes son los polimeros los cuales

los podemos dividir por su caracter de facil marcado o de no
marcado facil siendo el ABS el material polimérico para la utili-

zacién como sustrato en piezas metalizadas.

El proceso electroless para realizar el metalizado de superficies
no conductoras, principalmente polimeros, se esquematiza en la
Figura 1. El proceso consiste en la inmersiéon en diferentes tinas
con productos dependiendo de las diferentes etapas. Debido a
este tipo de inmersiones en soluciones acuosas este proceso. de

metalizado es conocido como metalizado por via humeda.

I) ElI proceso comienza por la inmersion en una tina de limpieza
(L) 1a cual contiene una solucién alcalina o una mezcla sulfo-
cromica de baja concentracion, el proposito de esta etapa es
eliminar las impurezas, como polvo o grasas que de estar pre-
sentes pudieran afectar las etapas subsecuentes lo que derivaria
en una deficiencia en la adherencia de la capa de metalizado,
dependiendo de las impurezas que contengan las superficies no
conductoras a metalizar en esta etapa se puede utilizar agua co-
rriente para llevar a cabo la etapa de limpieza (L);
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"~ 11) Despues de (L), se sumergen en una segunda tina en el lla-
mado proceso de Pre inmersién (Pl), en esta etapa del proceso
se suele utilizar una solucion de acido clorhidrico y cloruro de
estano antes del ataque quimico. Usando (Pl) las condiciones de
ataque no uniforme se reducen mejorando de manera global la

adherencia;

[11) Entre cada cambio de tina se encuentra la etapa del proceso
denominada Enjuague (E), la cual consiste en quitar los exceden-
tes de los productos quimicos utilizados en las diferentes etapas

del proceso electroless;

IV) Posterior al enjuague de la etapa de Pl se procede a introdu-
cir la pieza no conductora a metalizar en la tina con una mezcla
sulfocrémica, esta etapa del proceso es la denominada Ataque
Quimico (AQ), el propésito de esta etapa es la es la de corroer
la superficie del plastico en diferentes niveles, cumpliendo de
esta manera tres propdsitos: primero se incrementa el area su-
perficial;, segundo la superficie se convierte de hidrofébica a hi-
drofilica; y tercero se crean en la superficies no conductoras a
metalizar los micro-huecos que seran los sitios de anclaje para
depositar el metal;

V) Saliendo del AQ la pieza no conductora a metalizar pasa a
una tina de enjuague (E) antes de pasar a las tinas de Neutrali-
zacion esta etapa, como su nombre lo dice, sirve para neutralizar
la solucién sulfo-cromica, esto se realiza con productos qUimicos
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como el bisulfito de sodio o cualquier otro producto que sirva pa-

ra eliminar el exceso de Cr (VI) por reduccién quimica;

VI]) La activacién es una etapa muy importante en el proceso de
metalizado electroless. Esta etapa permite establecer fuerte en-
laces quimicos entre la pelicula metalica y las superficies no
conductoras a metalizar. El propésito de los activadores es pro-
porcionar sitios cataliticos en las superficies no conductoras a
metalizar donde se llevaran a cabo los enlaces entre la pelicula
metalica y las superficies no conductoras a metalizar. Se em-
plean soluciones que en la mayoria de los casos contienen meta-
les preciosos tales como paladio, platino u oro. Estas soluciones
se preparan con cloruro de paladio, cloruro estafoso y acido. De
esta manera se obtiene una pelicula de paladio, que es una solu-
ciéon de complejo de iones y particulas coloidales cuya actividad
y estabilidad dependen de las concentraciones del ion estaro y'
cloruro. El ion cloruro es posible mantenerlo con acido clorhidri-
co o cloruro de sodio. En el caso de no haber sitios activos, el
deposito metalico no tiene lugar. Las soluciones activadoras con-
tienen precursores de metales, tales como: nitratos, cloruros,
complejos (e.g., acetatos), fluoruros, bromuros, yoduros, sulfa-
tos. Las cuales son soluciones acuosas o organicas de tipo al-
cohol, cetona, aromatico. Para llevar a cabo la activacion o sen-
sibilizacién de la superficie de las superficies no conductoras a
metalizar se realiza a través de dos diferentes medios:

e Por inmersién en soluciéon activadoras empleadas en el

procesos electroless.
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e Por aspersion de soluciones activadoras empleadas en el

procesos electroless.

Vil) Después de que las superficies no conductoras a metalizar
han pasado por la etapa de activacién (An), se realiza el metali-
zado (ME) o depésito de la capa metalica. Sin embargo, si se re-
quiere que el metalizado sobre las superficies no conductoras no
sea completo, o que el metalizado solo se realice en zonas espe-
cificas es necesario desactivar las zonas que no seran metaliza-
das ya que unicamente las zonas que se encuentren activadas.
La propuesta de la presente invencién entra en la etapa después
de la activacidén en el proceso electroless tradicional, esta etapa
consiste en desactivar zonas especificas las cuales no seran me-
talizadas, a través de un proceso opto-térmico. Se denomina con
el término “opto-térmico” al efecto que en esta patente se utiliza
para eliminar de manera selectiva la activacion en superficie a
metalizar. En tal efecto, pequefas particulas (nanométricas) con
alta conductividad térmica (por ejemplo, metales) absorben foto-
nes y, con tal energia, en un corto periodo de tiempo son elimi-
nadas de superficie. Esto eliminaria los centros de activacion vy,
por ende, la posibilidad de metalizado en etapa subsecuente.
Con ello, se da lugar a metalizado selectivo de superficies no
conductoras via electroless y, posteriormente, electrolitica para
aumento de espesor de capa. Con el termino opto-térmico, se
resalta que el calentamiento fototérmico de las particulas se lle-
va a cabo tanto a una velocidad mucho mayor que el de su en-
torno en el material de la superficie, como a alcanzar una eleva-

da temperatura.
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Para producir el efecto opto-térmico se pueden emplear diferen-
tes fuentes de iluminacién: laseres, con longitudes de onda entre
266 nm y 1064 nm, o lamparas de luz blanca, UV o Infrarroja con
potencias iguales o superiores a 1 mW. Alternativamente, puede
la iluminacién ser concentrada (enfocada) s6lo atendiendo al he-
cho de que las potencias no afecten directamente a las superfi-
cies no conductoras a metalizar ya sea que se produzca un re-
blandecimiento en las superficies de polimeros al superar las
temperaturas por arriba de la Tg del polimero o que se produzca
la carbonizacién de las superficies no conductoras como polime-
ros, textiles o maderas. Destaca en el proceso que trata la pre-

sente invencidn, que la sola iluminacién empleada para la desac-

tivacion, descrita en el efecto optotérmico, no altera al polimero

y que ésta no causaria afecto alguno sobre zonas sin activacion.

VIIl) Después de la desactivaciéon selectiva por el proceso pro-
puesto en la presente invencién las piezas se colocan en la ulti-
ma etapa del proceso de premetalizado o bafio electroless, el
cual deposita una fina pelicula metalica, la cual se realiza nor-
malmente con niquel o cobre, en la superficie no conductora a
metalizar. Esto se consigue usando una solucién semiestable
que contiene una sal metalica, un reductor, complejante para el
metal, un estabilizador y un sistema amortiguador. El bafio per-
manece estable cuando este se encuentra inactivo, sin embargo,
cuando se introduce la pieza ocurre la reduccion quimica del me-
tal en las zonas con activacion por el paladio de forma autocata-

litica hasta que la pieza es removida.
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La mayor limitacion de todas se presenta en la etapa de acondi-
cionamiento, (AQ) que es la etapa de preparacién de la superfi-
cie que permite la obtencién de una buena adherencia, donde se
requiere el uso de Cr (VI) el cual representan un riesgo ambien-
tal y de salud publica al ser cancerigeno. Para evitar la etapa AQ
en la figura 2, se plantea una alternativa al proceso tradicional.
La cual consiste en aplicar métodos fisicos para sustituir la utili--
zacion de la mezcla sulfocromica. Procesos como el tratamiento
optotérmico (TO) y el tratamiento fotocatalitico (TF) se emplean
después de la Limpieza (L) y la Prelnmersién (Pl) descritas, eta-
pas descritas en el proceso electroless tradicional. Despues de
los tratamientos fisicos se sigue la misma metodologia del pro-
ceso tradicional, al llevarse a cabo la etapa de Activacion (A). Si
la superficie no conductora no se necesita metalizar completa-
mente o0 solo se requiere metalizar ciertas zonas, se aplica la
modificacién selectiva (MS) que consiste en la desactivacién de
zonas especificas por el proceso optotérmico en el que se basa
la presente invencién. Para después proceder a la etapa de pre-

metalizado el cual es el fin Ultimo del proceso aqui descrito.
EJEMPLOS
Ejemplo1

Una aplicacién directa del proceso de desactivacion selectiva es
el de crear trayectorias sobre una superficie no conductora, en
estas zonas especificas se requiere que no exista metalize;ci()n.
Para lograr este objetivo se debe de preparar la muestra cuya

superficie no conductora servira de sustrato para realizar el me-
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talizado selectivo. Siguiendo los pasos del proceso tradicional, la
superficie no conductora debera de pasar por el proceso de lim-
pieza, pre-inmersion, ataque quimico, neutralizacién, activacién y

aceleracion.

La figura 3 muestra el proceso de desactivacién mediante un haz
de una fuente de iluminacién concentrada (1) sobre la superficie
no conductora a metalizar que previamente paso por los pasos
del proceso de electroless tradicional (2). Utilizando una base
moévil para mover la superficie no conductora a metalizar permite
que el haz de luz cambie de posicién sobre la superficie creando
una trayectoria marcada (3), si la superficie no conductora no
estuviera activada no se lograria el efecto opto térmico que per-
mitird anular los sitios activos produciendo que en la trayectoria
no se produzcan los enlaces con las moléculas métélicas presen-

tes en la etapa de pre metalizado.

La figura 4 muestra que el efecto que tendra en una superficie no
conductora a metalizar (1) el efecto que tendria al haber desacti-
vado una trayectoria lo cual creara zonas metalizadas (2) como
trayectorias o zonas sin metalizar (3).

Ejemplo 2

Una aplicacion directa del proceso de desactivacion selectiva es
el de crear patrones predisefiados sobre una superficie no con-
ductora, en estas zonas especificas se requiere que no exista

metalizaciéon.
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Para lograr este objetivo se debe de preparar la muestra cuya
superficie no conductora servira de sustrato para realizar el me-
talizado selectivo. Siguiendo los pasos del proceso tradicional, la
superficie no conductora debera de pasar por el proceso de lim-
pieza, pre-inmersion, ataque quimico, neutralizacién, activacion y

aceleracion.

La figura 5 muestra el proceso de desactivacién mediante una
fuente de iluminacion enfocada (3) sobre la superficie no conduc-
tora a metalizar que previamente paso por los pasos del proceso
de electroless tradicional (1). Utilizando una plantilla predisefia-
da sobre la superficie no conductora a metalizar permite que la
fuente iluminacién solo afecte las zonas expuestas por la planti-
lla predisefiada sobre la superficie creando una region que sera
marcada (3), si la superficie no conductora no estuviera activada
no se lograria el efecto opto térmico que permitird anular los si-
tios activos produciendo que en la zona expuesta a la ilumina-
cién no se produzcan los enlaces con las moléculas metalicas

presentes en la etapa de pre metalizado.

La figura 6 muestra que el efecto que tendra en una superfiéie no
conductora a metalizar (1) al haber desactivado una zona especi-
fica por medio de una plantilla predisefada lo cual creara zonas
metalizadas (2) como zonas sin metalizar (3).
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REIVINDICACIONES

Habiendo descrito el proceso de la invencién detalladamente, se
reclaman las siguientes reivindicaciones, por considerarlas no-

vedosas:

1. El proceso de activacion sobre superficies no conductoras

que llevan al metalizado de las superficies por via humeda
mediante la aplicacién de nano particulas metalicas, carac-
terizado por un proceso de desactivacion selectiva a través

de un tratamiento opto-térmico.

. El tratamiento opto-térmico mencionado en la reivindicaciéon

1, que se caracteriza por la utilizacion de fuentes de ilumi-

nacién:

A) policromaticas, con potencias de salida entre 1 mW a 1
W o potencias de consumo de 10 mW a 1000 W,

B) monocromaticas continuas, con longitud de onda de 266
nm a 1064 nm y potencias de salida entre 1 mW a 1.0
W _

C) policromaticas y monocromaticas pulsadas o estrobos-
copicas, con una o varias frecuencia que caiga dentro

del rango 1 mHz a 1 MHz.

. El uso de las superficies mencionadas en la reivindicacion

1, las cuales deben ser superficies no conductoras suscep-
tibles a los procesos de metalizacion entre las que se com-

prenden:
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a) Polimeros: de marcado facil 6 de no marcado facil.
b) Maderas: duras 6 suaves.

c) Textiles: naturales 6 sintéticos.

. El uso de soluciones activadores caracterizadas por ser so-

luciones coloidales de nanoparticulas metalicas con tama-
fos de particula promedio que caigan en el rango de 1 a
100 nm, utilizadas en el proceso mencionado en la reivindi-
cacioéon 1.

Las soluciones activadoras contienen precursores de meta-
les, tales como: nitratos, cloruros, complejos, fluoruros,
brdmuros, yoduros, sulfatos. Las cuales son soluciones
acuosas o organicas de tipo alcohol, cetona, aromatico. Di-
chas nanoparticulas pueden ser de un solo tipo de metal o
combinacion de dos hasta seis metales. Siendo la aplica-
cion de la solucion activadora a las solucidén via aspersion

o inmersion.

. El uso de aditivos de tipo organico dentro del proceso men-

cionado en la reivindicaciéon 1 que pueden emplearse tanto
en las soluciones activadoras y de aceleracion, como en
las de depdsito metalicos electroless o en las soluciones de

los subsecuentes depdsitos metalicos electroliticos.

. La utilizacién de sistemas moéviles en el proceso menciona-

do en la reivindicacion 1, caracterizados por realizar el mo-
vimiento ya sea de la fuente de iluminacién, o del sustrato,
o de ambos, para que la iluminacién sea sobre las areas
seleccionadas.
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. El proceso de activacion selectiva mencionado en la reivin-

dicacién 1, sobre superficies de acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS) mediante nanoparticulas obtenidas de una
solucién de paladio/estano, aplicando el proceso opto-

térmico para desactivacién selectiva.

. El proceso opto-térmico para desactivacion selectiva men-

cionado en la reivindicacién 1, caracterizado por la colo-
cacioén de los sustratos dentro de una solucién, un recubri-
miento, gel o medio humedo para que los sitios activados
transfieran o difundan las nanoparticulas a esa solucién,
recubrimiento, gel o medio himedo, evitando el mayor gas-
to energético necesario para que las nanoparticulas se
ocluyan o se sublimen.
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RESUMEN

La presente invencién se refiere a un proceso que permite la
desactivacion de areas seleccionadas mediante la exposicion de
las superficies a fuentes de iluminaciéon de diferentes potencias
de salida y diferentes longitudes de onda. Para obtener la acti-
vacion de los sustratos se utilizan particulas metalicas del orden
de 1 a 100 nm sobre las superficies a ser metalizadas. El proce-
so se realiza mediante la iluminacion de areas especificas, cu-
briendo aquellas que se desea mantener con activacién, para
que se lleve a cabo una desactivacion selectiva. Esto debido a
que solo en las partes que son iluminadas, por la absorciéon de
energia, los agentes que constituyen la activacion son elimina-
dos de la superficie. Lo que permitira que en las areas que no
estén expuestas a la iluminacién permanezcan activadas y sobre

ellas se realice el proceso de metalizacion.



1713

=4
<

CTT O [ef[d) e

S 3 =

1
N N m i
= =~ < =
v m P Aj > \L
gl
= 75 &
| |[H] | < Al m 7
jemTTom | ntateiieieteteintietiets pieilety
n\\ -
7} N

Figura 2.
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